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(67) Dio Ertindung buzieht sich auf das Gabiot der

metallverarbeitenden Industrie. thr Ziel ist es, den Varschloi an
den Flan%en der Riffel zu vermindern und den Kostenaufwand fiir
das Regonerieren der Riffelwalzen zu sonkeon. Der Erfindung liogt
die Aufgahe zugrundo, eine Riffelwalzo 2u schatfen, die auch an
don Flanken der Riffe! eino ausreichende Hértotiofo und beim
Erreichen des GrenzverschloiBos keine wesentlichen Hirtezonon
an don Riffeln mehr aufweist und ein Verfahren zum
Obarfliichenhdrten der Riffel mit Lasern < 500 Watt .
Ausgangsleistung anzugeben. Erfindungsgemal wird die Aufgabe
dadurch gelost, daB eino kreissogmentforrig ausgobildute, am
Schaital des Riffelkammos maximal 0,35 mm dicke Hértezono
angeordnet ist. Die Braite dioser Hartezone ist durch beiderseits
der Riffelflanken unter einam Winkel von 45° zur Scheitelebene des
Riffelkammaes angolegte Tangenten begrenzt. Dia Aufgabe wird
auch mit einem Verfahren zum Oberflachenhirten mittels
energioreicher Strahlon, insbesondere CO,-cw-Laserstrahlen,
gelost. Dabei wird arfindungsgemaR der Kammbereich dor Riffo!
axial mit dem Lasurstrahl einer Leistung s 500 Watt bestrahlt. Dio

Scheitolebene des Riffelkammes befindet sich wiihrond der
Bestrahlung zwischen Fokussierungslinse und Ltaserfokus. Der
Offnungswinkel des Bostrahlungskegels wird auf = 9° und der
Spotdurchmesser in der Scheitelebene des Riffelkammas so
gingestelit, daR die Bestrahlungsdichte = 50 W/mm? botragt.
Anwendungsgebiete der Erfindung sind Riffelwalzen oder
dergleichen. Figur
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Erfindungsanspruch:

1. Partiell oberflachengehirtate Riffelwalze, deren Riffelquerschnitt im Kammerbereich eine
kreissegmentformige Hirtezone aufwelst, gekennzelchnet daduich, daB die Hirtezone (2) am
3cheitel des Riffelkamms maximal 0,35 mm dick ist und deren Breite (3) durch beiderseits der
Riffelflanken (4) unter einem Winkel von 45° zur Scheitelebene des Riffelkamms (6) angelegte
Tangente (5) begrenzt ist.

2. Varfahren zum Oberflichenhiérten von Riffelwalzen nach Punkt 1 mittels energiereicher Strahlen,
inshesondere CO,-cw-Laserstrahlen, gekennzelchnet dadurch, dald der Kammbereich der Riffel (1)
asial mit dem Laserstrahl einer Leistung =500 Watt bestrahlt wird, wobei sich dio Scheitelebene des
Riffelkammes (6) zwischen Fokussierungslinse und Laserfokus befindet, der Offnungswinkel des
Bestrahlungskegel (7) = 9° und der Spotdurchmesser (8) in der Scheitelebene des Riffelkamms (6)
so eingestellt wird, daf die Bestrahlungsdichte = 50 W/mm? betréigt.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezicht sich auf das Gebiet der motallverarbeitonden Industrio. Objekte, in denen ihre Anwendung maoglich und
aweckmiBig ist, sind Riffelwalzen, wie sie fir die Horstellung von Wellpappen aingesatzt werden, oder dergleichon.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Bekannt sind partiell oberflichengehartete Riffelwalzen, deren Riffelquorschnitte im Kammbereich kreissegmentformig
Hartozonen aufweisen. Zur Herstellung dieser Hirtezonon werden die Kammbereiche der Riffel in Richtung ihrer Lingsachsc mit
ginem kontinuierlich strahlenden CO,-cw-Laser einer Ausgangsleistung > 1kW bestrahlt. Bie Strahlungsparameter und die
Relativgeschwindigkeit zwischen Riffelwalze und Laserstrahl werden so gewahlt, daf die Hartiefe, die der Hohe des
Kreissegments entspricht, 0,7mm betragt {Creal, R.: heat treating 12/80, S.24-27).

Nicht bekannt und technisch nicht geldst ist die kreissegmentférmige Kammhiirtung von Riffelwalzen mit CO,-cw-Lasern mit
Ausgangsleistungen <500 Watt.

Der Einsatz dieser Laser ist nur dann mdglich, wenn extrem kleine Spotdurchmesser erzielt werden, um die zum Harten
notwendige Bestrahiungsdichte zu erreichen. Die geringe Strahlapparatur und der kleine Spotdurchmesser fithren prinzipiell zur
Erzeugung linsenformiger Hirtezonen mit parabolischer Begrenzungsfldche zum nichtgehé: eten Material des Riffels
{H.Mehlhorn, H. Herzer: Feingeritetechnik 32 {1983] H.6, S.272-{ /6).

Durch die relativ hohen Umfangsgeschwindigkeiten der Riffclwalzen und den direkten Kontakt mit Stoffen, die die Abrasion
trdern, unterliegen die Riffelkimme starkem Vr rschleil. Der Grenzverschieif istdann erreicht, wenn der Hohenabtrag der Riffel
den maximal zulissigen Werten erreicht hat, die Riffelwalze ausgewechselt und regeneriert werden mufB.

Der Mangel der bekannten Riffelwalze mit kreissegmentformigen Hiirtozonen der Riffel besteht darin, daB das Regenerieren
einen hohen Kostenaufwand erfordert, da die noch vorhandenen Reste ehemals kreissegmentformiger Hértezonen der Riffel vor
dem Nachfrasen weichgegliiht werden miissen. Wiirden Riffelwalzen mit linsenfdrmigen Hértezonen der Riffel hergestellt,
ergebesich als Mangel, dal nur die unmittelbare Umgebung im Scheitel des Riffelkamms ausreichend tief gehartetist, wogegen
die Hartetiefe an den Riffelflanken, auf Grund dessen, daf die Hértezonen linsenférmig ausgebildet sind, unzureichend ist.
Dadurch werden die Riffelflanken beim Verschlei zu schnell abgetragon. Das Regenerieren von Riffelwalzen mit stark
verschlissenen Kammflanken ist problematisch, da beim Nacharbeiten der Kimme in radialer Richtung zu viel Material abgefrast
werden muf und der Einwellungsfaktor der Walze unvertretbar hoch wird.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, den Verschlei an den Elanken der Riffel zu vermindern und den Kostenaufwand fir das Regenerieren
der Riffelwalzen zu senken.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Riffelwalze 2u schaffen, die auch an den Flanken der Riffel eine ausreichende
Hartetiefe und beim Erreichen des GrenzverschleiBes keine wesentlichen Hirtezonen an den Riffeln mehr aufweist und ein
Verfahren z1m Oberflachenhirten der Riffel mit Lasern <500 Watt Ausgangsleistung anzugeben. ErfindungsgemaB wird die
Aufgabe dadurch gelost, da3 eine kreissegmentférmig ausgebildete, am Scheitel des Riffelkammes maximal 0,35mm dicke
Hartezone angeordnet ist. Die Breite dieser Hartezone ist durch beiderseits der Riffelflanken unter einem Winkel von 45° zur
Scheitelebene des Riffelkammes angelegte Tangenten begrenzt. Die Aufgabe wird auch mit einem Verfahren zum ;
Oberfichenharten mittels energiereicher Strahlen, insbesondere CO,-cw-Laserstrahlen, geldst. Dabei wird erfindungsgeméR
der Kammbereich der Riffel axial mit dem Laserstrahl einer Leistung = 500 Watt kestrahlt. Die Scheitelebene des Riffelkammes
befindet sich wahrend der Bestrahlung zwischen Fokussierungslinse und Laserfol us. Der Offnungswinkel des
Bestrahlungskegels wird auf =9° und der Spotdurchmesser in der Scheitelebene ¢ 2s Riffelkammes so eingestellt, daf die
Bestrahlungsdichte =50W/mm’ betragt.
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Die orfindungsgoemtiBe Losung bietet den Vortell, dafd die Dicke dor Hiirtezono so gewlthit wird, dafd sie helm Erroichen des
GrenzvorschloiBes boreits abgetragon ist. Dahor kann beim Regenorieron dor Riffelwalzen das Weichglithen vor dem Nachfrdsen
antfallen und 2um Nacharbeiten dor Riffetkimma ist in radialer Richtung nur oin minimaler Matorlalabtag erforderlich,
Anderorseits konnen zur Durchfithrung des erfindungsgemiiBen Vorfahrons Laser mit Ausgangsleistungen untor 0,6kW, die
gegenibor Lasorn grofierer Leistung wesantlich billiger sind, eingesetzt werden, Die fiir die Bestrahlung notwendigo
Relativgeschwindigkoit awischen Riffelwalze und Lasarstrahl kann aus weniger einfachen Versuchan armittelt warden.

Austihrungshelspiol

Die Erfindung soll nachstehond an Beisplolen erliiutert werden. Die zugehdrige Zeichnung zaigt einen Querschnitt durch sinen
Riffel einer Riffolwalzo. '
Eino Riffelwalze von 2100mm Liinge und einen Durchmasser von 280 mm besitzt am Umfang 146 Riffol 1. lim Kammbereich
besitzen die Riffol 1 eine krelssegmentférmig ausgebildete Hartezone 2, dio am Scheitel 0,35 mm dick ist und eine Rockwallhérte
von 62HRC besitat. Die Broite dar Hirtozone 3 ist durch beidarseits der Riffelflanken 4 angelegte Tangenten 6 bagrenzt, dig mit
der Schaitelebene dos Riffelkamms 6 einen Winkel von 45" bilden. Zum Oberfliichenhirten der Riffolwalze wird sie entfeltet, die
Riffel 1 wordon mit schwarzer Farbe als Absorptionsschicht versehen und anschlieBend wird der Kammberelch mit einem
200-Watt-CO,-cw-Laser mit GauBBintensititsvertoitung bestrahit. Dabei wird die Riffelwalze mit einem Vorschub von
300mmmin~ ' axialunter dem feststehenden Lasorstrahl bawegt. Die Fokussiarung des Lasarstrahlos istvon der Riffelyeometrie
abhéngig, die sich mit der Funktion

y = A - cos Bx

beschreiben 1ai3t, wobei A die halbe Riffelhéhe, B = %:l und x die Ortskoordinate bedeuten. Fir eine Riffethohe von 3mmund

eine Riffelteilung A von 6,1 mm erfolgt die Fokussierung des Primérstrahles von 8mm Durchmesser mit einer Optik von 50mm
Brennweite, so daR sich oin Qffnungswinkel fiir den Bestrahlungskegal 7 von 9° ergibt. Wihrend der Bestrahlung befindet sich
die Scheitelebene des Riffelkamms 6 zwischen der Fokussierungslinse und dem Laserfokus. Aus der geforderten Breite der
Hartezone 3 von 1,35mm ergibt sich in dor Scheitelebens des Riffelkammes 6 ein defokussierter Spotdurchmesser 8 von
1,95mm. Unter diesen Bedingungen wird eine kreissegmentformige Hartezone 2 mit der gewlinschten Hértetiefe von 0,35mm
am Riffelscheitel erreicht, Bei den konventionellen Fokussierungshedingungen, bei denen sich dio Scheitelebene des
Riffelkammes 6 unterhalb des Laserfokus befindet, wird mit einem 200-Watt-Laser eine linsenférmige Hartezone 2 ausgebildet,
da die Flaichenbestrahlungsleistung nur ein Drittel des Wertes des erfindungsgemaéfien Verfahiens erreicht.



259756

, - i
il o R e A

T R R evsns
R R A M e o W



	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS

